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１．概要（Summary） 

微細な金属線を規則正しく配置するために、金属線を

ドライエッチングで形成しているが、そのマスク形成にナノ

インプリントプロセスの適用を検討している。金属線のエッ

チングは、マスクに対する負荷が大きく、マスク材料の耐

エッチング性向上が求められている。一般的に耐エッチン

グ性向上には環状樹脂添加が有効な手法であるが、その

場合ナノインプリント材料の粘度が上昇し、塗布性が悪く

なる事がある。 

そこで、環状樹脂と非環状樹脂の割合をふって、塗布

性が良好で、且つ耐エッチング性が高い材料の検討を試

みた。 

 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
汎用高品位 ICP エッチング装置 

【実験方法】 
評価フローは下記のとおり。 
① ガ ラ ス に ナ ノ イ ン プ リ ン ト 材 料 を 塗 布 す る      

（塗布性確認） 
② 被膜の厚みを測定する 
③ 金属膜をエッチングする条件で、材料付きガラスに

プラズマを照射する 
④ 処理後の膜厚を測定し、エッチングレートを求め比

較する（耐エッチング性確認） 
 
 
 
 
 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
評価結果は下記のとおり（Table 1） 
 

Table 1 Material evaluation result table 
 レジスト A 

（Reference） 
レジスト B レジスト C 

環状樹脂 0 6 10 
非環状樹脂 10 4 0 
塗布性 〇 〇 × 
エッチング 
レート 

1 0.7 0.6 

 
レジスト A は、塗布性は良好だが、エッチレートが高か

った。レジスト C は、エッチレートは低いが、塗布性が悪化

した。これは、粘度が高い環状樹脂のみの組成で、粘度

が上昇したためと考える。 
これらに対して、レジスト B は、塗布性、エッチレートとも

に良好な結果が得られた。 
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